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1. Ucel a vymezeni

U&elem dokumentu je informovat o konstrukénich podminkach, véeobecnych doporuéenich a
pozadavcich, které jsou dany pouzitymi technologiemi ve vyrobé. Zejména jsou kladeny nemalé
naroky na vstupni dokumentaci, konstrukci a ndvrh DPS a dalsi podminky zpracovatelnosti ve
vyrobnim procesu. Konstrukéni ndvrh DPS pfimo ovliviiuje dalsi zpracovani (jednostranné,
oboustranné, smisené DPS) podle poZadované funkce a pouZitych soucastek. Vétsina informaci
ma vSeobecnou platnost, nékteré jsou pak specifické pro nase vyrobni moznosti. V pfipadé, ze
neni mozné dodrZzet podminky stanované v tomto dokumentu , nevahejte nas kontaktovat a
najdeme spolec¢né reseni, které vyhovi vasim ocekavanim a pozadavkim . Vyrobni proces je
standardné fizen podle mezinarodnich norem IPC-A-610 class 2, na vyzadani class 3 a spliiuje
pozadavky dle CSN EN ISO 9001 pro procesy. Tento dokument md informaéni charakter a vzdy
zalezi na konkrétni domluvé. Vyhrazujeme si pravo zmény dokumentu bez predchoziho
upozornéni. Aktualni verze je dostupna na webu firmy. Dle IPC maji primdrné prednost
pozadavky a predpisy zdkaznika. V poradi rozhodovani se postupuje nejdrive dle rozpisky a
nasledné az dalsi souvisejici dokumentace (napf. osazovaciho schématu, pick&place apod.)

2. VSeobecné konstrukéni pozadavky nize neuvedené

PFi navrhu desek pro SMD osazovani je tfeba vzit v potaz, Ze rozméry jsou vSeobecné mensi.
Proto musi byt presnost a kvalita vysledného navrhu vyssi nez u klasické montaze, na zvolené
pajeci plochy neni ve vétsiné pripadll mozné aplikovat jiny druh soucastek, resp. pouzder. Na
trhu je velké mnoZzstvi druht pouzder SMD soucastek a néktera jsou ryze specificka. Desky
plosnych spoji by mély byt navrhovany a konstruovany tak, aby splfiovaly poZadavky
vyplyvajici z celého komplexu pouzitych technologickych operaci (osazovani a pajeni, kontrola,
lakovani, testovani atd.). Pfi ndvrhu je tfeba respektovat obecné nejnovéjsi pozadavky na
design, dotéené normy a technické podminky konkrétniho vyrobce desek plosnych spojl a
potiebné tepelné (pocet tepelnych namahani jak pfi vyrobé, tak v provozu), elektrické (odpor,
impedance vodic(, parazitni vazby, testovatelnost) a mechanické vlastnosti.

Jiz ve stadiu navrhu desky je tfeba stanovit, jak bude DPS vyrdbéna, zplisob osazeni, zplsob
pajeni (vinou, pretavenim, ru¢ni pajeni atd.), stranu a smér pajeni, stranu vnitro obvodového
testovani i montdz, aby bylo moZno vyuZit automatizovaného osazovani SMD. Idealni DPS by
méla viechny soucastky na jedné strané desky. V pfipadé oboustranné osazené DPS pri
osazovani do pasty ,tézké” soucdstky soustredit na jedné strané a ,lehké” na strané druhé

z dlivod(i posloupnosti procest osazeni a pajeni a moznych odpadnuti soucastky pfi pajecim
procesu. Soucastky musi splfnovat schopnost projit pretavovaci peci nasobné dle pouzitého
designu PCB a osazeni. Napfiklad 3x pretavovaci peci (2x reflow + 1x pajeci vina). Pokud je to

z povahy aplikace mozné, vyhnout se soucdstkam, které presahuji pfes okraj DPS, respektive
panelu.
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ZpUsoby montaze.

a) Do pasty

1. Tisk pdjeci pasty na DPS
2. Osazeni SMD

3. Kontrola AOI

4. Pajeni pretavenim

5. Cisténi

6. Kontrola

Oboustranna SMD montaz
Jsou dvé moznosti osazovani

a) Obé strany do pasty

. Tisk pajeci pasty na stranu A
. Osazeni SMD

. Kontrola AOI

. Pdjeni pfetavenim

. Tisk pajeci pasty na stranu B
. Osazeni SMD

. Kontrola

. Pdjeni pfetavenim

. Cisténi

10. Kontrola

OO NOOULL B WN K

SmiSena montaz:
. Naneseni lepidla
. Osazeni SMD

. Kontrola AOI

. Vytvrzeni

. Kontrola

. Pdjeni vinou

. Cisténi

. Kontrola ICT (AOI)

OO NOOULL B WN PR

. Rucni vloZeni vyvodovych soucastek do DPS
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b) Do lepidla

NooupbhbwNR

. Naneseni lepidla
. Osazeni SMD

. Kontrola AOI

. Vytvrzeni lepidla
. Pdjeni vinou

. Cisténi

. Kontrola

b) Kombinace - prvni strana pasta,

OO NOOULL P, WN R

druha strana lepidlo

. Tisk pajeci pasty na stranu A
. Osazeni SMD

. Kontrola AOI

. Pdjeni prfetavenim

. Naneseni lepidla na stranu B
. Osazeni SMD

. Kontrola

. Vytvrzeni

. Pajenivinou

10. Cisténi
11. Kontrola

Doporuceni vyplyvajici ze zplisobu a sméru prichodu technologiemi pfi pajeni SMD vinou
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Smér pohybu DPS v technologiich — zasada delsi stranou DPS ve sméru pohybu (vyhodné z hlediska
tepelného namahani a plynulosti prdchodu technologii).

Na stranu péjeni vinou se doporucuje umistovat jen soucastky povrchové montaze, které jejich vyrobce
doporucuje pro pajeni vinou a u kterych zarucuje teplotni odolnost min. 260°C po dobu 10s. Vzhledem
ke sméru pajeni je tieba brat v Gvahu orientaci soucastek, smér vodicu plosnych spojl (neni nutné pfi
pouZiti nepajivé masky) a mezery mezi jednotlivymi prvky SMD. Na strané pajeni vinou prednostné
orientovat soucastky dle ndsledujiciho obrazku:

Nedoporuéeno

[LT]
Rl

HH
= HH

Smér pohybu v péjeci viné

=>

Nasledujici obrazky doporucuji vzdalenosti jednotlivych typl soucastek v zavislosti na sméru
pajeni.
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Smér pohybu v pajeci ving  e=»>

Doporuceni pro mezery mezi soucastkami (SOT 23).

]

Doporuceni pro mezery mezi soucastkami (SOT 89)
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] mp | BR | o

[mm] [mm] L [mm] [mm] [mm]
0805
1206
1210 1 1 1 1 1
1808 15 2 2 1 1
SOD80 1 1 1 2 1
MELF 15 15 15 3 2

Smér pohybu v pajeci ving  e=>
Doporuceni pro mezery mezi soucastkami.

Otvory v DPS pod soucastkami.

Soucdstkové otvory.

Propojovaci otvory.

Slepé otvory.

MontdzZni otvory

PFi pajeni DPS vinou je nutno se otvordm pod soucastkami vyhnout nebo je prekryt nepajivou
maskou. Hrozi nebezpeci zkratl a moznost vniknuti tavidla pod soucastku. Pro nemoznost ocisténi
muZe nasledné vzniknout koroze. Dalsi zdvada muze vzniknout tim, Ze pfi nanaseni lepidla, lepidlo
zatece do pokoveného otvoru a osazovana soucastka bude nedostatecné upevnéna. Pokovené
otvory je tfeba umistit mimo pajeci plosky, aby nedochazelo, k migraci pajky z ploSky béhem pajeni
pretavenim. Roztavena pajeci pasta natece do prokovu a na plosce zlistane mala ¢ast pajky, nebo
vUbec nic. Tim vznikne Spatné zapajeny spo;j.

PoZadavky na technickou dokumentaci

Kazdd dokumentace by méla byt oznacena jednoznacné tak, aby nemohlo dojit k zaméné s jinymi
dokumenty jiného vyrobku. Dale by méla byt systematicky ocislovana s uvedenim revize
dokumentu a datem vydani.

Seznam nutnych soubort pro TPV a cenovou kalkulaci:
Soubory gerber dat pro vyrobu DPS ve formatu RS-274-X, type Absolute, Integer 4, decimal 5 nebo
ODB++
Zadavaci list plosného spoje definujici zakladni pozadavky

o Zminit také o kladech tzn. nepdjiva maska zelena = protoze XY

o Poutziti potisku soucastek = protoze XY
Citelné osazovaci schéma ve formatu PDF s vyznagenim polarit a orientace sou¢astek, umisténi
stitkd, mechanickych, upevriovacich a podobnych poloZek. Vyhodou je i zobrazeni a oznacdeni
neosazovanych soucastek.
Kompletni rozpiska materialu a Pick&Place ve formatu XLS nebo CSV s referencemi soucastek
jednoznacéné oznacenymi (napf. R1,R2, C1,C2, U1,U2)
Jednoznacna specifikace soucastek, nejlépe s uvedenim Part number vyrobce, typem pouzdra a
Lakovaci predpis v¢. lakovaciho planu a predpisu
Data pro $ablonu v méfitku 1:1

Ostatni vykresova dokumentace ve formdatu PDF

Doplnkova dokumentace:
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1. Ostatni vyrobni a technickd dokumentace (vyrobni ndvodka, testovaci navodka/predpis apod.)
ve formatu PDF nebo Microsoft document

2. U mechanickych dila poskytnuti ,,rozvinu” (soubory s pfiponou *step)

3. Vzorova fotodokumentace nebo vzorovy kus osazené DPS, pfipadné 3D nahled desky, apod.

4. Zakladni pozadavky na design a technické pozadavky pro vyrobu PCB

e Zakladni pozadavky na vyrobu a design PCB se fidi nejnovéjSimi poznatky a pfedpisy tohoto
oboru

e Optimalizovat rozloZeni médi s ohledem na mechanické namahani pfi tepelnych procesech

eV pfipadé poutZiti soucastek s jemnou rozteci doporucujeme povrchovou Upravu (imersni
zlaceni?) z davod...........

e  Doporucujeme dodriovat minimalni vzdalenost sousednich souc¢astek nebo jejich pajecich
plosek alesporn 0,5 mm a to i v pfipadé, Zze maiji sousedici plosky propojené. Od hrany DPS je
vhodné dodrZovat vzdalenost soué¢dstek minimalné 1 mm.

e  Proznaceni a tracebilitu rezervovat na PCB pokud mozno misto min. 7x7mm

e  Panelizace PCB, drazkovani a mlstky — panelizaci doporucujeme fesit vidy podle dispozic
vhodnych pro co nejjednodussi a bezproblémovy prichod véemi nutnymi technologiemi. Pfi
rozmérech je tfeba vidy pocitat i s technologickymi okraji. Pokud je to mozné a nasledné
pouziti to dovoluje upfednostriujeme drazkovani ve tvaru V. Pokud je nutné frézovani,
uprednostriujeme vnitrni vrtané mustky. Dale se nevyhybame poufziti jakychkoliv dalSich
moznosti a odvijeji se od dalSiho pouzZiti PCB v zastavbé.

e  Technologické okraje vyZzadujeme vzdy na delSi strané PCB nebo panelu, pokud design osazeni
soucastek neni definovan tak, Ze volny okraj bez soucastek na delsi strané PCB je minimalné 5
mm. Optimalni je 7 - 10 mm.

e  pro vSechny technologie ve vyrobé musi mit kazda PCB alespon 2 navadéci body zadané v Pick
& Place datech (Fiducials). Nejlépe Ghlopfi¢né co nejdale od sebe. Vhodné je, pokud jejich
umisténi neni presné symetrické. Zabrani se tak pripadnému otoceni DPS o 180°. Ze stejného
dlvodu se doporucuje doplnit v dalSim rohu DPS jesté treti bod. Pokud takto zadané nejsou,
musi se v technologiich zadavat ru¢né, a tyto pak nemusi byt prfesné definované. CozZ vede
k mirnym nepfesnostem. Preferované tvary jsou pak napr. kolecka priiméru 1 mm (circle). Viz
obrdzky. JestliZe je vytvoren panel, je tfeba doplnit tyto navadéci body na technogické okraje.

Clearance ® »
. .

‘Global Fiducial

Panel Fiducial

» » 8 L
Minimum Preferred @ ®

Panel Fiducials
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V odmaskované plose okolo znacek (minimalné 0,5 az 1 mm od obvodu znacky) nesmi byt
zadné spoje ani potisk. V tésné blizkosti znacky by také nemél byt zadny podobny utvar, napf.
odmaskovany prokov podobného priiméru.

5. PoZadavky a limity pro SMT osazovani a pajeni

e  Orientace PCB v technologiich — bezproblémovy prichod technologiemi zajistuje priichod PCB
kratsi stranou v pfedu a vzadu.

e  Navadéci body

e  Technologické okraje je tfeba fesit stejné jako v bodé 4. tohoto dokumentu.

e  Minimalni a maximalni rozméry PCB pro prlichod SMT linkou jsou min. 80 x 80 mm a max. 470
x 400 mm.

e  Rozmisténi soucastek na PCB s ohledem na jejich hmotnost a umisténi na stranach Top a Bot
(V pfipadé oboustranné osazené DPS pfi osazovani do pasty ,tézké“ souéastky soustredit na
jedné strané a , lehké” na strané druhé.)

6. Technické pozadavky a omezeni pro AOI

e  Minimalni rozméry PCB jsou x =50 mm a y = 60 mm. Maximalni rozméry PCB jsou x = 460 mm
ay=510 mm.

e  Tloustka PCB mize byt v rozmezi max. 0,6 az 5,2 mm. Pokud je tfeba fesit dalsi rozméry, tak je
nutné vytvorit pripravky pro zajisténi prlichodu strojem.

e  Maximalni hmotnost osazené PCB je 6 kg.

e Maximalni konstrukéni vyska osazenych soucdstek je 40 mm nad PCB.

e  Navadéci body — idedlni stav je, aby kazda PCB a panel méla svoje navadéci body stejné jako
v bodé 5 tohoto dokumentu.

e  Zaidealni stav se povaZzuje nemit soucastky v zakrytu, viz obrazek. Pokud néjaka soucdastka
v zakrytu je, tak jeji kontrolu provadi operator AOI na zakladé pokyn( zobrazovanych pred
spusténim kontroly. Soucastky zastinéné sousedni vyssi sou¢astkou mohou mit ¢ast téla
soucastky nebo vyvodl aZ nekontrolovatelnou. V tomto pfipadé se upravuje program umeérné
k tomu, jak hodné je soucastka timto postihnuta. V pfipadé soucastek typu THT, napf.
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varistor(l, kde miZe bézné dojit k ohnuti nad nékteré soucastky, se program neupravuje a
k otevirani programu se nastavi zprava o pozicich, které vyZaduji ocni kontrolu.

Loading Message

V203,V205, N601 - oéni kontrola pod chladi¢em

08 (==

e  Komplikované soucastky pro kontrolu

e  soudcastky bez vyvodu s pajenim pod télem (BGA,QFN)
e  prlhledné soucastky a lesklé soucastky (LED, THT piny)
o vysoké soucastky zhruba od 23mm (hare Citelné fonty)

7. Pozadavky pro strojni myti osazenych DPS

e Oznaceni soucastek nevhodnych pro mokry proces strojniho myti - souc¢astky nevhodné pro
strojni myti je nutné v BOMu oznacit. Pfedejde se tim moznému znehodnoceni bud'jen
soucastky, nebo celé davky osazenych DPS.

° Rozméry DPS — max. 600 x 500 mm, min. 80 x 50 mm

e Volné a vycnivajici soucasti osazenych PCB (kabely, sestavy PCB apod.) je nutné fixovat nebo
chranit proti mechanickému poskozeni

e  Mensi PCB je nutné myt v ultrazvukovém zafizeni, nebo depanelizovat az po umyti

e  Komponenty malych DPS nevhodné pro myti v UZ doporucujeme oznacit v BOMu.

8. Pozadavky pro rucni osazovani a pajeni THT

e |dedlné osazované na jedné strané

e  Fixovani soucastek je nutné oznadit v osazovacim schématu nebo v montaznim/vyrobnim
predpisu zaroven s poZzadovanym fixacnim materidlem. Standardné pouzivame LUKOPREN
S9780 sedy
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Materidly pro rucni pajeni se stejnym typem tavidla jako pro SMT. Standardné pro ruc¢ni
pajeni pouzivame cin trubickovy SN100C-SnCUO,7Ni
Pro déleni panelli s ,V“ drazkou pouzivdme motoricky cuter

9. Pozadavky pro strojni pajeni THT

Strojni pajeni je provadéno na strojich — ERSA VERSAFLOW 4/55 a Pillarhouse JADE MK .
Rozméry DPS

Sitka desky 50 az 508 mm

délka 120 az 508 mm

max. hmotnost 12 kg

Technologicky nutny okraj musi byt min. 5 mm (doporu¢eno 7mm). V okrajové oblasti PCB,
min 1,5 mm (doporuc¢eno 3 mm), nesmi byt zddné nastavby a podstavby (soucdstky)
Maximalni vyska pridchodu strojem 120 mm

Maximalni vysSka komponent pod PCB 60 mm

Nejmensi vnitini primér pajeci trysky je 3 mm

Nejmensi vnéjsi primér pajeci trysky je 4,5 mm. Proto neni vhodné umistovat soucastky do
blizkosti THT pdjeného vyvodu mensim nez 1,25x polomér pouZzité trysky.

10.Pozadavky pro strojni automatické lakovani osazenych DPS

11.

Pro lakovani DPS je tfeba vytvofit lakovaci pladn, ve kterém budou vyznacena mista, kterd se
nesmi lakovat, pfipadné dalsi informace k lakovani.

Pro zamezeni vzlinani/pratoku laku na opaénou stranu PCB doporucujeme zamaskovat

z jedné strany vSechny prichozi otvory které Ize zamaskovat.

Standardné se nelakuji vysoké soucastky (nad 5 mm). Pokud je tfeba tyto soucastky presto
lakovat je nutné je vyznacit v lakovacim planu.

Maximalni a minimalni mozné rozméry osazené DPS

délka 120 az 320mm

Sitka 50 aZ 260 mm

maximalni vyska priichodu 80mm nad PCB

Standardné pouzivany lak ve vyrobnim procesu je lak PETERS SL 1307 FLZ véetné
bariérového tmelu braniciho navzlinani do nezadoucich mist. Lak je kontrolovatelny pod UV
osvétlenim a je pajitelny s moznosti reworku. Lakovani se fidi normou IPC-A-610 a IPC-
HDBK-830 ve standardnich tloustkach 30 — 130um. Pouziti jiného laku je tfeba konzultovat.

Pozadavky na konstrukci a design PCB pro ICT

Testovani se u nas provadi na jehlickovych testerech Reinhard typové rady KMFT. Rozsah a
funkéni test mohou byt ovlivnény poctem testovacich bodi a vlastnim mérenim elektrickych
veli¢in. Proto je nutna konzultace s technikem ICT testeru

Citelné elektrické schéma a osazovaci vykres ve formatu PDF

Pro vytvoreni a ovéreni testovaciho SW je tfeba dodat jednu osazenou a oZivenou desku
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12.

Testovaci body — konstruktér PCB urci jednu stranu pro pfipojeni. VSechny uzly musi byt
pristupné z této strany pro pripojeni do jehlickového pole

Doporucena velikost/priimér testovacich bodUl je 1,5 mm

Nejmensi vzdalenost mezi testovacimi body je 2 mm

Konzultace pred ukoncenim designu PCB — pro spravny design PCB je nutnd konzultace s
nasim technikem ICT testeru

Upevriovaci otvory — deska musi mit nejlépe v rozich alespon 4 otvory pro navadéci
koliky na jehlové pole o doporu¢eném priiméru 2,5 -6 mm

Rozmeéry a panelizace — nutné konzultovat pfedem s nasim technikem ICT testeru a zavisi na
moznostech vloZeni osazenych desek nebo panelu do jehlového pole a naslednych operacich
Vv postupu

Pouzité normy a predpisy

IPC-A-610 série
CSN EN 1SO 9001 pro procesy
IPC-HDBK-830

Stranka 10z 10



